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DISPOSITIF D'ECLAIRAGE ET/OU DE SIGNALISATION COMPORTANT UNE PLURALITE DE DIODES

ELECTROLUMINESCENTES.

@ L'invention a pour objet un dispositif d'éclairage et/ou
de signalisation comportant une pluralité de diodes électro-
luminescentes (4) rendues solidaires d'un support en ma-
tiere plastique (2) qui présente au moins une zone en trois
dimensions en forme d'escalier composé de marches (18)
et de contremarches (20) successives dans des plans sen-
siblement perpendiculaires, chacune des diodes étant fixée
respectivement sur une des marches dudit support, les
diodes étant alimentées par des pistes métalliques conduc-
trices (6).

Les pistes conductrices sont formées par des épais-
seurs de métal différentes selon que les pistes s'étendent le
long des marches ou des contremarches, les pistes agen-
cées sur une marche étant réalisées par une épaisseur de
métal intégré dans le volume du support plastique, dans des
logements formés dans I'épaisseur de la marche, alors que
les pistes agencées le long des contremarches sont réali-
sées par une surépaisseur de métal rapportée sur la surface
de la contremarche.
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Dispositif d’éclairage et/ou de signalisation comportant une

pluralité de diodes électroluminescentes

La présente invention concerne un dispositif d'éclairage et/ou de
signalisation du type comportant une pluralité de diodes électroluminescentes.
Elle concerne plus particulierement le support de ces diodes
électroluminescentes et la forme spécifique en trois dimensions de ce support.

Dans les modules d'éclairage et/ou de signalisation, notamment pour
les véhicules automobiles, on utilise de plus en plus souvent des diodes
électroluminescentes, notamment pour les avantages d'encombrement,
d'autonomie et de colt qu'ils représentent. Ces diodes électroluminescentes
doivent étre alimentées par des circuits électriques conduisant le courant d'un
connecteur vers la diode. Ces circuits électriques d'alimentation peuvent étre
gravés sur une plaque de circuit imprimés ou étre, comme cela est le cas dans
une technologie plus récente, directement injecté dans une piéce plastique pour
former un dispositif interconnecté moulé (MID : Molded Interconnecting device).

L'utilisation de diodes électroluminescentes dans les modules
d'éclairage et/ou de signalisation a permis au créateur de véhicule automobile
d'apporter une touche créative dans la conception des dispositifs d'éclairage.
Ainsi, l'utilisation de plusieurs diodes électroluminescentes permet de jouer sur
I'esthétique, aussi bien que sur la qualité de ['éclairage du dispositif. Les
concepteurs ont également utilisé des piéces en trois dimensions pour disposer
dans un agencement souhaite€, I'ensemble des diodes.

On connait ainsi des supports de diodes en trois dimensions qui
présentent la forme de marche d'escalier, chacune des diodes étant disposée
sur l'une de ces marches en étant orientées toutes dans la méme direction.
Pour que l'ensemble des diodes soit alors alimenté par le circuit électrique
d'alimentation, il convient d'appliquer les circuits imprimés sur chacune des
faces du support en trois dimensions. L'utilisation de plaques de circuits
imprimés rigides rapportées sur chacune des faces n'est pas envisagée,
puisque cela implique un process de collage des plaques trop fastidieux si le

nombre de diodes est important. Par ailleurs, la connexion électrique entre les
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plaques planes n'est pas assurée, et la rigidité des plaques de circuits imprimés
est difficilement compatible avec le souhait de supports tridimensionnels.

On connait du document EP 2 141 406 I'obtention d'un tel support de
diodes en trois dimensions et des circuits imprimés associés par la réalisation
d'un dispositif interconnecté moulé, les pistes conductrices étant intégrées dans
la piéce moulée par injection plastique. Le dispositif interconnecté moulé est
obtenu par des techniques de fabrication colUteuses, et qui générent des
épaisseurs de métal peu importantes. Or, il est important lorsqu'on utilise des
diodes de forte puissance d'assurer un traitement thermique par une épaisseur
de métal suffisamment grande. Les techniques utilisées auparavant pour la
réalisation du dispositif interconnecté moulé, comme la galvanisation de
chacune des faces du support de diode puis la gravure de ces faces par
ablation laser, ne permettent pas I'obtention de telles épaisseurs de métal.

On connait également des circuits imprimés flexibles, fabriqués selon
une technologie de circuit imprimé qui consiste a utiliser un substrat plastique
sur lequel les circuits sont sérigraphiés. Ces circuits imprimés flexibles sont
adaptés a prendre une forme particuliére pour leur intégration optimisée dans le
module d’éclairage et/ou de signalisation. Les problemes principaux de ce type
de réalisation est leur colt, non compatible avec I'exigence de faible colt de
revient des applications grandes séries, ainsi que leur moindre résistance.

La présente invention propose un support de diode en trois
dimensions, obtenu par des opérations de fabrication peu colteuse, simple a
mettre en place, et qui génere un support de diode a forte capacité de
refroidissement des diodes.

A cet effet, l'invention propose un dispositif d'éclairage et/ou de
signalisation comportant une pluralité de diodes électroluminescentes rendues
solidaires d’'un support plastique qui présente au moins une zone en trois
dimensions en forme d'escalier composé de marches et de contremarches
successives dans des plans sensiblement perpendiculaires. Les diodes sont
fixées chacune sur une des marches du support, et elles sont alimentées et
commandées par des pistes métalliques conductrices. Selon des
caractéristiques particulierement avantageuses de linvention, les pistes

conductrices sont formées par des épaisseurs de métal différentes selon
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gu’elles s'étendent le long des marches ou le long des contremarches. Ainsi, les
pistes agencées sur une marche autour d’'une diode électroluminescente sont
réalisées par une épaisseur de métal injectée dans le volume du support
plastique, dans des encoches ou des sillons formés dans I'épaisseur de la
marche, alors que les pistes agencées le long des contremarches sont
réalisées par une surépaisseur de métal rapportée sur la surface de la
contremarche. Les pistes réalisées sur les marches autour de la diode
électroluminescente sont réalisées par pression a chaud d'une feuille métallique
sur chacune de ces marches alors que les pistes réalisées le long des
contremarches sont obtenues par tout autre moyen. Ainsi, on combine
avantageusement la réalisation par pression a chaud d'une feuille métallique
dans le support plastique, selon une méthode dite de "hot-embossing", qui
permet de réaliser des couches de métallisation importantes, c’est a dire en
profondeur et intégrées dans le volume du support de diodes, la ou elles sont
nécessaires, c'est-a-dire a proximité de la diode électroluminescente qui
nécessite ce traitement thermique, avec d'autres techniques de fabrication pour
ce qui est de lintégration des circuits imprimés dans les contremarches, qui
elles ne portent pas de diode et n'ont qu'une fonction géométrique.

Selon différentes caractéristiques de l'invention, on pourra envisager
que les pistes conductrices rapportées sur les contremarches peuvent I'étre soit
par une technologie MID, comme la galvanisation et 'ablation laser, puisque
cette surface ne supportant pas les diodes ne nécessite pas une épaisseur de
métallisation importante, soit par des connectiques simples permettant
I'interconnexion électrique de chacune des marches entre elles.

On propose ainsi un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation
permettant de répondre aux attentes architecturales des créateurs automobiles,
puisque le support de diode est en trois dimensions, avec un cout de réalisation
du support des diodes et des circuits intégrés qui est plus faible que celui d’'une
technique de galvanisation intégrale du support par exemple, et en présentant
une résistance accrue par rapport aux réalisations avec les techniques de
circuits imprimés flexibles.

Selon différentes caractéristiques de I'invention :
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- les pistes agencées le long des contremarches sont rapportées sur
les contremarches par injection d’encre. Dans ce type de réalisation, on réalise
avantageusement des gouttes en surépaisseur a la jonction entre les marches
et les contremarches pour former une continuité électrique entre les pistes
agencées sur les marches et les pistes agencées sur les contremarches.

- I'épaisseur de métal injectée dans la matiere plastique formant les
marches est plus importante que I'épaisseur de métal rapportée sur la matiére
plastique formant surface des contremarches.

- les diodes et les pistes conductrices sont disposées sur la méme face
du support de diodes.

- les marches, et respectivement les contremarches, sont agencées de
maniére a s'étendre dans des plans sensiblement paralléles les uns par rapport
aux autres.

L’invention concerne également un module déclairage et/ou de
signalisation comportant un boitier fermé par une glace de protection et a
Iintérieur duquel sont fixés un support de diodes tridimensionnel tel qu’il vient
d’étre présenté ainsi qu'un réflecteur adapté a orienter le faisceau lumineux issu
des diodes dans la direction souhaitée en sortie du module. Le support de
diodes présente une face avant orientée en regard du réflecteur et sur laquelle
les diodes sont rapportées. La encore, ces diodes sont reliées par des pistes
électriques conductrices réalisées de deux fagons différentes en ce quelles
sont intégrées dans la matiére au niveau des marches porteuses des diodes et
qui sont rapportées sur la face avant au niveau des contremarches.

L’invention concerne en outre un procédé d'obtention d'un dispositif
d'éclairage et/ou de signalisation présentant un support plastique
tridimensionnel pour une pluralité de diodes électroluminescentes, dans lequel
les pistes conductrices d'alimentation des diodes sont injectées dans la matiere
plastique de deux maniéres différentes selon que ces pistes s'étendent le long
des marches ou le long des contremarches. Les pistes réalisées sur les
marches autour de la diode électroluminescente sont réalisées par
emboutissage du support et pression a chaud d'une feuille métallique dans des
logements formés dans le volume du support par lemboutissage, et les pistes

réalisées le long des contremarches sont obtenues par tout autre moyen, par
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exemple par un dépét d’encre conductrice. Avantageusement, la réalisation des
pistes injectées dans la matiére du support au niveau des marches et la
réalisation des pistes par dépbt d’encre conductrice le long des contremarches
sont effectuées en deux opérations successives, le support plastique
tridimensionnel étant tourné entre ces deux opérations pour que la réalisation
des pistes injectées dans la matiére du support au niveau des marches soit
effectuée dans un plan donné et que la réalisation des pistes par dépét d’encre
conductrice le long des contremarches soit effectuée dans un plan
sensiblement perpendiculaire.

Selon une caractéristique de l'invention, ces étapes de procédé sont
ensuite suivies de la connexion des diodes sur chacune des marches du
support sur laquelle a été injecté le circuit imprimé par pressage a chaud d'une
feuille.

Ainsi, on réalise la métallisation de l'ensemble du support en deux
étapes successives pour lesquelles l'accés a la piece est a chaque fois facilité
par le changement d'axe. On comprend que le support de diode présente des
marches de forme plane suffisamment grandes pour effectuer correctement
I'étape d'impression a chaud de la feuille sur les marches du support, et on
comprend que les contremarches sont destinées a étre recouvertes
métalliquement lors de la deuxiéme étape d'interconnexion qui ne nécessite le
dépbt que d'une couche faible de métal, I'obligation de traitement thermique de
la chaleur dégagée par la diode électroluminescente étant principalement prise

en charge par la couche de métal disposée sur la partie plane des marches.

L'invention et les avantages qui en découlent vont étre décrits dans la
description détaillée et non limitative qui va suivre, et qui sera faite au regard
des dessins annexés, parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d'un dispositif d'éclairage et/ou
de signalisation selon l'invention, associé a un réflecteur ;

- la figure 2 est une vue en perspective du dispositif de la figure 1, vu
de lautre cété et dans lequel on distingue le support de diodes, muni des

diodes et des circuits imprimés d'alimentation de ces diodes, et
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- la figure 3 est une représentation schématique en coupe d'un détail
du support de diode illustré sur la figure 2, montrant notamment deux diodes
électroluminescentes parmi la pluralité supportée, ainsi que les pistes
conductrices associées a ces deux diodes et leurs interconnexions.

Le dispositif d'éclairage et/ou de signalisation selon l'invention comporte
un support de diodes 2 en trois dimensions, sur lequel est rapportée une
pluralité de diodes électroluminescentes 4 reliées chacune par des pistes 6
conductrices électriquement pour transmettre I'alimentation et l'information de
commande.

Le dispositif est particulierement adapté a étre logé dans un module
d'éclairage et/ou de signalisation de véhicules automobiles formé d'un boitier
logeant le support de diodes et d'une glace de projection venant refermer le
boitier et emprisonner le support. En outre, tel quillustré sur la figure 1, le
support de diodes est adapté dans ce module d’éclairage et/ou de signalisation
a étre disposé en regard dun réflecteur 8, qui va permettre dobtenir
lorientation finale souhaitée du faisceau lumineux issu des diodes
électroluminescentes.

Le support de diodes présente une face avant 10, tournée vers le
réflecteur, les diodes étant chacune disposées sur des parties planes de cette
face avant pour que le faisceau de lumiére en sortie de chacune des diodes soit
dirigé vers la paroi du réflecteur en regard. On comprend que le support, les
diodes électroluminescentes et le projecteur sont aménagés de telle sorte que
la lumiere émise le soit en direction de la glace de projection, pour éclairer ou
signaler vers l'extérieur du véhicule. A cet effet, de fagon connue, 'ensemble
formé par le réflecteur et le support de diodes est agencé pour que chacune
des diodes soit disposée sur un foyer du réflecteur. Des moyens d’indexage
sont portés respectivement par le support et par le réflecteur pour assurer la
position des diodes sur ces foyers. Des pions latéraux 12 et des ergots
14(visibles sur la figure 1) s’étendent en saillie du plan principal du réflecteur et
des encoches correspondantes 16 (visibles sur les figures 1 et 2) sont formées
dans les parois du support de diode pour former ces moyens d’'indexage. On
s’assure que la présence des parois porteuses des pions et des ergots ne géne

pas la diffusion de la lumiere en sortie des diodes.
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Le support de diodes du dispositif selon l'invention présente une zone
tridimensionnelle en forme d’escalier, comportant une succession de marches
18 et de contremarches 20 agencées dans des plans sensiblement
perpendiculaires. Tel gu'illustré sur la figure 2, le support de diodes peut étre
défini par plusieurs séries d’escalier 22 disposées en contrebas l'une de l'autre.
En se référant a la direction d'émission longitudinale des diodes disposées sur
le support, on parlera par la suite d'un agencement des marches dans un plan
transversal, et d'un agencement des contremarches dans un plan longitudinal.

Les diodes électroluminescentes sont disposées une a une sur les
marches, une diode par marche. Les diodes sont fixées par collage sur la face
avant du support de diode. Les marches sont disposées dans des plans
paralléles entre eux, de maniere a ce que les faisceaux issus des diodes
s’étendent sensiblement paralleélement dans la méme direction.

On comprendra que le design de la piéce de support pourra étre
modifié sans sortir du contexte de l'invention, et présenter par exemple plus ou
moins de marches et donc plus ou moins de diodes électroluminescentes.
Toutefois, il convient selon l'invention que chacune des marches adaptées a
recevoir une diode électroluminescente présente une surface, sur laquelle est
rapportée la diode, qui est suffisamment plane.

Les pistes conductrices, servant a l'alimentation des diodes et a la
communication des instructions de commande d'éclairage, s'étendent de
maniére continue sur tout le support, d'une marche a l'autre, en passant par les
contremarches.

Selon l'invention, tel que cela est visible sur la figure 3, le support de
diodes est particulier en ce que les pistes conductrices sont formées par des
épaisseurs de métal différentes selon qu’elles sont appliquées sur les marches
ou sur les contremarches, et en ce que les pistes conductrices s’étendent dans
le volume de la piéce plastique, comme injectées dans la matiére, ou a la
surface de cette piece plastique, comme déposées sur la matiére, la aussi
selon gqu’elles sont appliquées sur les marches ou sur les contremarches.

En effet, s'il est exact que les pistes métalliques sont conductrices de
facon continue sur tout le circuit, on observe que I'épaisseur de métallisation

utilisée pour la réalisation de ces pistes dans ou sur la matiere plastique du
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support est différente selon qu'elle soit appliquée aux marches ou aux
contremarches. L'épaisseur de métallisation est plus importante sur les
marches, c'est-a-dire a proximité de chacune des diodes électroluminescentes,
que sur les contremarches. Comme cela a pu étre précisé précédemment, le
métal sert a la fois a la communication des informations depuis le module de
commande vers chacune des diodes réparties sur le support de diodes, et il
sert en outre au refroidissement des diodes, ['efficacité de celui-ci étant
proportionnelle a I'épaisseur du métal présent au voisinage de la diode. Plus
I'épaisseur de métal est important, meilleur est le refroidissement.

Cette épaisseur importante de métal sur les marches est obtenue par la
pression a chaud d'un film métallique de I'épaisseur souhaitée, d'ou la
nécessité d'une planéité correcte de la marche formant face d'accueil de la
diode. La pression a chaud du film métallique sur la marche est faite selon une
technique connue sous la dénomination de “ hot embossing ”, dans laquelle une
feuille métallique présentant 'épaisseur de métal souhaitée est disposée contre
chacune des marches.

La premiere étape de cette technique est de placer le support plastique
vierge dans un bati reproduisant la forme tridimensionnelle en escalier du
support, pour que ce dernier puisse étre en appui contre le bati et garder une
rigidité suffisante lors de I'étape de pression a venir.

On oriente le bati de maniére adéquate pour que le support plastique
présente de fagon apparente, et appropriée au dépbt de la feuille métallique, la
face avant de chacune des marches.

La feuille métallique est déposée sur les marches, sur la face avant
adaptée a recevoir par la suite la diode. Il est possible de ne prévoir qu'une
seule feuille métallique venant recouvrir 'ensemble du support, ou de prévoir
des feuilles métalliques distinctes propres a chacune des marches et au dessin
des pistes que I'on souhaite réaliser sur ces marches.

Une presse est alors appliquée contre le support de diodes en
emprisonnant la (ou les) feuille(s) métallique(s). La face de la presse amenée a
entrer en contact avec la feuille métallique comporte des nervures qui

s’étendent en saillie de cette face selon une disposition correspondante a
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'agencement des pistes conductrices que l'on souhaite intégrer sur les
marches du support de diodes.

On peut prévoir, sans sortir du contexte de linvention, une presse
présentant une face de contact plane bidimensionnelle qui est rapportée sur
chacune des marches et qui crée pour chacune le méme agencement de
pistes, ou bien une presse présentant une face de contact tridimensionnelle qui
déforme I'ensemble des marches en une seule frappe, ceci étant possible par la
disposition parallele des plans dans lesquels s’étendent les marches.

Le mouvement de la presse s’arréte lorsque la face de contact est en
butée contre la face avant du support. Les nervures en saillie de la face de
contact déforment alors la face avant du support au niveau des marches en
créant des logements 24 prenant la forme de sillons ou d’encoches (visibles sur
la figure 3) de dimensions et dagencement correspondants a ceux des
nervures. On comprendra, tel que cela a pu étre schématisé a titre d’exemple,
que les logements formés sur une méme marche pourront présenter des
dimensions et des profondeurs différentes, notamment en fonction de leur
proximité avec la diode électroluminescente adaptée a étre collée sur cette
marche, et que les nervures correspondantes formées en saillie sur la presse
peuvent de fait prendre des formes et des dimensions différentes entre elles.

Par cette pression a chaud, la feuille métallique est déformée pour
suivre la descente de la presse et elle est enfoncée dans I'épaisseur du support
dans chacun des sillons crées. |l convient alors de retirer le surplus de la feuille
métallique qui ne se retrouve pas intégré dans le volume du support de diodes.

Cette technique de pressage a chaud, utilisée classiquement pour des
pieces en deux dimensions, est ici combinée avec une autre méthode pour
réaliser des pistes conductrices électriquement sur les contremarches et
assurer la continuité électrique entre les circuits imprimés rapportés sur les
marches. Cette autre méthode peut étre choisie parmi plusieurs techniques
connues, étant entendue que I'exigence d'une épaisseur importante de métal
ne s’applique qu’'au dépot de métal sur les marches.

Tel quiillustré sur la figure 3, on réalise avantageusement cette
continuité électrique par le dépbt d’'une couche d’encre conductrice 26 sur les

contremarches. Ceci permet de contrbler la surface effective de dépét de pistes
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conductrices et de la limiter a la seule fonction de continuité électrique des
pistes injectées dans le volume des marches, puisquil n'est pas besoin ici
d’assurer une fonction de refroidissement des diodes. En outre, la technique de
dépbt dencre permet de réaliser facilement les jonctions entre les plans
perpendiculaires par la formation de gouttes en surépaisseur 28.

Il en résulte gu'au niveau des marches, les pistes sont intégrées dans
le volume du support de diodes, injectées dans le support, alors quau niveau
des contremarches, les pistes sont plaquées contre la face avant du support, en
surépaisseur. Tel que cela a pu étre décrit précédemment, les pistes intégrées
dans le volume du support présentent avantageusement une épaisseur
supérieure a celle des pistes plaquées contre le support.

On a observé précédemment que les marches recevant les diodes, et
donc réalisé par la méme méthode de pressage a chaud, sont toutes
sensiblement paralléles et disposées dans le méme plan transversal. Le
pressage a chaud peut ainsi étre réalisé tel que décrit précédemment, en une
opération ou en autant d'opération qu'il y a de marches mais sans toutefois
bouger la piéce support. Ceci est particulierement avantageux, puisque les
couts de réalisation de la machine sont limités.

Il suffit alors dans le procédé de réalisation du dispositif selon l'invention
de tourner la machine lorsque toutes les marches porteuses de diodes sont
injectées de circuits électriques, pour que l'on réalise alors dans une méme
étape continue le dépbét de couches conductrices pour réaliser les
interconnexions sur les contremarches.

La description qui vient d'étre faite explique clairement les avantages de
l'invention, en particulier la réduction des couts d'obtention de la piéce,
tridimensionnelle pour répondre aux exigences des constructeurs automobiles.
La combinaison de deux procédés de réalisation d'injection ou de dépdt
d'éléments métalliques par rapport a une piéce plastique, choisi correctement
en fonction de la zone d'application de ces circuits électriques, permet d'éviter
les colts de fabrication trop importants d'un bain chimique dans lequel on
pourrait envisager de tremper la piece support plastique dans son intégralité et
elle permet également d'éviter I'obtention d'une piece avec des épaisseurs de

métal trop faibles sur toute sa face métallisée, ce qui pourrait générer une
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surchauffe de la piece et une défaillance du dispositif d'éclairage et/ou de
signalisation. Il est particulierement judicieux d'utiliser les méthodes dites de
"hot-embossing" pour les surfaces planes portant les diodes, et d'associer cette
méthode de réalisation a une méthode plus conventionnelle, moins colteuse et
génératrice de moins de métal pour les zones d'interconnexions. |l convient de
noter que la technique de "hot-embossing" est connue pour étre efficace sur
des pieces en deux dimensions, de telle sorte que 'homme du métier n'aurait
pas eu intérét, sauf a imaginer I'utilisation de cette technique en combinaison
avec d'autres techniques pour la métallisation des interconnexions, a utiliser

cette technique dans le cadre d'un support tridimensionnel.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif d'éclairage et/ou de signalisation comportant une pluralité de
diodes électroluminescentes (4) rendues solidaires d’'un support plastique (2)
qui présente au moins une zone en trois dimensions en forme d'escalier
composé de marches (18) et de contremarches (20) successives dans des
plans sensiblement perpendiculaires, chacune des diodes étant fixée
respectivement sur une des marches dudit support, les diodes étant
alimentées par des pistes métalliques conductrices (6), caractérisé en ce que
les pistes conductrices sont formées par des épaisseurs de métal différentes
selon que les pistes s'étendent le long des marches ou le long des
contremarches, les pistes agencées sur une marche autour d’'une diode
électroluminescente étant réalisées par une épaisseur de métal injecté dans
le volume du support plastique, dans des logements (24) formés dans
'épaisseur de la marche, alors que les pistes agencées le long des
contremarches sont réalisées par une surépaisseur de métal rapportée sur la

surface de la contremarche.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les pistes (6)
agencées sur une marche (18) autour d’'une diode électroluminescente (4)
sont réalisées par la pression a chaud d'une feuille métallique sur la marche
alors que les pistes agencées le long des contremarches (20) sont réalisées
par tout autre moyen de maniére a permettre la continuité de la conduction

électrique entre chacune des marches.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les pistes (6)
agencées le long des contremarches (20) sont rapportées sur les

contremarches par injection d’'une couche d’encre (26).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que des gouttes en
surépaisseur (28) sont formées a la jonction entre les marches (18) et les
contremarches (20) pour former une continuité électrique entre les pistes

agencées sur les marches et les pistes agencées sur les contremarches.
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5. Dispositif selon 'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que
'épaisseur de métal injectée dans la matiere plastique formant les marches
(18) est plus importante que I'épaisseur de métal rapportée sur la matiére

plastique formant surface des contremarches (20).

6. Dispositif selon 'une des revendications 1 & 5, caractérisé en ce que les
diodes (4) et les pistes conductrices (6) sont disposées sur la méme face
(10) du support de diodes (2).

7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les marches (18)
sont agencées de maniére a s’étendre dans des plans sensiblement

paralléles les uns par rapport aux autres.

8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les contremarches
(20) sont agencées de maniere a s’étendre dans des plans paralléles les uns

par rapport aux autres.

9. Module d’éclairage et/ou de signalisation comportant un boitier fermé par
une glace de protection et a I'intérieur duquel sont fixés un support de diodes
tridimensionnel (2), comportant une succession de marches (18) et de
contremarches (20), ainsi qu'un réflecteur (8), caractérisé en ce que le
support de diodes présentant une face avant (10) orientée en regard du
réflecteur et sur laquelle une pluralité de diodes électroluminescentes (4) est
rapportée, lesdites diodes étant reliées par des pistes électriques
conductrices (6) qui sont intégrées dans la matiére au niveau des marches
porteuses des diodes et qui sont rapportées sur la face avant au niveau des

contremarches.

10.Procédé d'obtention d'un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation
présentant un support plastique tridimensionnel (2) pour une pluralité de
diodes électroluminescentes (4) selon 'une des revendications 1 a 8, dans
lequel les pistes conductrices (6) d'alimentation des diodes sont injectées
dans la matiere plastique de deux maniéres différentes selon que ces pistes
s'étendent le long des marches (18) ou le long des contremarches (20), les
pistes réalisées sur les marches autour de la diode électroluminescente étant

réalisées par emboutissage du support et pression a chaud d'une feuille
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métallique dans les logements (24) formés dans le volume de du support
alors que les pistes réalisées le long des contremarches sont obtenues par

tout autre moyen.

11.Procédé selon la revendication 10, dans lequel la réalisation des pistes (6)
rapportées le long des contremarches (20) est effectuée par un dépét

d’encre conductrice (26).

12.Procédé selon la revendication 11, dans lequel la réalisation des pistes (6)
injectées dans la matiére du support au niveau des marches (18) et la
réalisation des pistes par dépét dencre conductrice le long des
contremarches (20) sont effectuées en deux opérations successives, le
support plastique tridimensionnel (2) étant tourné entre ces deux opérations
pour que la réalisation des pistes injectées dans la matiere du support au
niveau des marches soit effectuée dans un plan donné et que la réalisation
des pistes par dépbt d’encre conductrice le long des contremarches soit

effectuée dans un plan sensiblement perpendiculaire.
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